Flexible circuit board structure e.g. for electronic equipment such as 
photographic equipment and cameras, and electrical connection 
elements in motor vehicles 
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Abstract 

A flexible circuit board structure includes a flexible conductor path carrier for several conductor paths (4) 
and a first section (5) of the carrier which supports at least one first conductor path (4.1) and by bending 
back ontaa second section (5') of the carrier supporting a second conductor path (4.3), can be folded 
down. With the first section (5) folded down on to the second section (5'), the first (4.1) and second (4.3) 
conductor paths form an overlap zone which is used for providing electrical contact of the two conductor 
paths (4.1). 
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(54) Flexible Leiterplattenstruktur und Anordaung aus Steuergerat und flexibler Leiterplattenstruktur 

@ Eine flexible Lei'terplatte (1) weist einen flexiblen Leiter- 
bahntrager (10), auf dem Leiterbahntrager (10) verlaufen- 
de Leiterbahnen (4) und einen umklappbaren Abschnitt 
(5) des Leiterbahntragers auf, Der Abschnirt (5) tragt eine 
erste Leiterbahn (4.4.1), die durch Umklappen des Ab- 
schnittes (5) auf einen eine'zweite Leiterbahn (4.3)tragen' 
den Bereich des Leiterbahntragers (10J mit der zweiten 
Leiterbahn (4.3) einen Uberlappungsbereich (8) ausbildet, 
in dem die beiden Leiterbahnen einander elektrisch kon- 
taktieren. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine flexible Leiterplattenstniktur 
sowie eine Anordnung aus einem elektrischen isteuergerat 
und einer flexiblen Leiterplattenstruktur. 

Flexible Leiterplatten werden in zunehmendcm MaRe in 
elektronischen Geraten (Fotoapparate, Kameras usw.) und 
in elektronikgesteuerten Systemen, insbesondere auch 
Kraftfahrzeugen als elektrische Verbindungselemente ein- 
gesetzt. Ihre besonderen Vorteile - Anpassungsfahigkeit an 
vorgegebene Gehauseformen, gcringer Platzbedaif und 
hohe dynamische Beanspruchbarkeit bei kostengunstiger 
Herstellung - fiihren dazu, daB diesc Technik einen i miner 
groBer werdenden Anwendungsbereich findet. 

Eine Schwierigkeit bei flexiblen Leiterplatten besteht 
dariri, elektrische Verbindungen zwischen auseinanderlie- 
genden I^iterbahnen zu realisieren und dabei gegebcnen- 
falls zwischenliegende Leiterbahnen kontaktfrei zu kreuzen. 

In diesern Zusammenhang ist es bereits bekannt, flexible 
Leiterplatten init niehreren Leiterbahnebenen (sogenannte 
naehrlagige Leiterplatten) einzusetzen. Bei mehrlagigen Lei- 
terplatten konnen mittels geeigneter Durchkontakticningen 
zwischen verschiedcnen Leiterbahnebenen elektrische Ver- 
bindungen zwischen auseinanderliegenden Leiterbahnen ei- 
ner Ebene hergestellt werden. Nachteilig sind jedoch die ho- 
hen Kosten von mehrlagigen Leiterplatten. 

Eine andere Moglichkeil bcslehi darin, durch Einiovcn 
von Drahtbriickcn geeignete Zwischenverbindungen in der 
Leiterplatte herzustellen. Diese Losung ist herstellungstech- 
nisch verhaltnisniaBig aufwendig, da zusalzliche Teile 
(Drahtbriicken) bercitgehaltcn werden niiissen und geeig- 
nete Positionier- und Verankerungsschritte zur lagerichtigeri 
Anbringung <lcr Drahtbrucken auf dcr Leiterplatte ausge- 
fiihrl werden niiissen. Fcrner kanh bei hohen nicchanischen 
Beanspruchungcn, wie sic beispielsweise in der Kraftfahr- 
^eugtechnik aiiftrcten, nichi iiiirner cine ausreichcnde tnc- 
chanische Lang/eitstabilitiit einer solchen Verbindung ga- 
rantiert werden. 

Die Patentschrin US 5,398,163 beschreibt eitie flexible 
Lciterplatle, die eine langliche Form aiifweist und in einetn 
Umbiegungsbereich iiber eine querverlaufencie Faltungsli- 
nie faltbar ist. Ltn IJiiibiegung.^bercich ist die flexible Leiter- 
platte niit einer zusat/lichen Metallbeschichtung verstarki. 

In der deutschen Pat en tan rn el dung 197 20 167.9 ist eine 
flexible Leiterplailcnstruktur z\n\\ AnschlicBen von niehre- 
ren elektrischen Bauelernenten an ein Gelriebesteuergerai 
beschrieben. Die Leiterplattenstruktur weist aus ihrer Ebene 
herausklappbare Anne auf, die die AnschluBverbindungen 
fiirdie elektrischen Baueletneate hilden und sich dabei auch 
kontaktfrei kreuzen konnen. 

Der Erfindung Uegv die Aufgabe zugrunde, eine flexible 
Leiterplattenstruktur zu schallcn, die es errnoglicht, ausein- 
anderlicgend angeordnete Leiterbahnen der LeiterplaUen- 
struktur auf einfache und kostengiinstige Weise elektriscli 
rniteinander zu verbindeii. F^emer zielt die Erfindung darauf 
ah, eine Anordnung aus eineni elekUischcn Sieuergerat und 
einer derartigen flexiblen Leiterplattenstruktur anzugeben, 
die an die speziellen Erfordernisse fur einen Einsatz in ei- 
netn Getriebe- oder Motorgehause angepaB: ist. 

Die der Erfindung zugrundcUcgende Aufgabenstellung 
wird durch die Merkniale der Ansprtiche 1 und 9 gelost. 

Durch den auf den zweiten Abschnitt zuriick faith are n er- 
sten Abschnitt dcr Leiierplaltcnstruktur wird eine Moglicli- 
keit zur Verbindung der erslcn Lciterbahn mit der zweiien 
Leilerbahn geschaffen. die ohne die Verwcndung von 7.t> 
satzliehen Tcilcn (Drahtbriickcn oticr dergleichen) oder wei- 
tercn Leiterbahnebenen auskc'tunu. Zur lagerichtigen Posi- 
tion ierung dcr /..I vLTbindc;uh:n ers'en iind zv/eilen Leitei-- 



bahnen ist lediglich ein einfacher Umklapp- oder Faltschritt 
durchzufiihren. Die Kontaktierung der ersten und der zwei- 
ten Leiterbahn kann in Zeit- und kostensparender Weise 
durch die gleiche(n) Tcchniken) erfolgen, die auch fur die 
5 randscitigc Kontaktierung der flexiblen Leiterplattenstruk- 
tur an die auBeren Bauelemente eingesetzt wird (werden). 

Dcr erste Abschnitt kann als eine innerhalb der flexiblen 
Leiterplattenstruktur liegende zungenartige Freistanzung 
derselben ausgebildet sein. Eine andere Moglichkeit besteht 

10 darin, daB der erste Abschnitt in Form eines randseidg iiber- 
stehenden Fortsatzes der Leiterplattenstruktur ausgebildet 
ist. Bei beiden Moglichkeiten kann die Anordnung und 
Fonrigebung des ersten Abschnitts sehr variabel sein und in 
geeigneter Weise entsprechend deni Layout der Leiterplatte 

15 gewahlt werden, Insbesondere konnen auch langere S trek- 
ken zwischen zu verbindendcn Txiterbahncn uberbriickt 
werden. 

Zweckniafiigerweise kann der erste Abschnitt ini umge- 
klappten Zustand niindcstens eine darunteriiegend angcord- 

20 nete weitere Leiterbahn des Leiterbahntragers iibergreifen, 
ohne daB dabei ein eieklrischcr Kontakt zwischen der ersten 
leiterbahn und der weiteren Leiterbahn aufgebaui wird. 
Durch kontaktfreics Kreuzen von Leiterbahnen wird eine 
Fntflcchtung derselben bewirkt. Dies errnoglicht beispicls- 
weise, ein und dieselbe Leiterplattenstruktur fur die elektri- 
sche Kontakderung von Endgeraten init unterschiedlicher 
Pinbelegung zu vcrwenden. 

Grundsatzlich konnen die Leiterbahnen oberflachenscitig 
freiliegend sein. Irn Falle einer kontaktfreien Kreuzung 

iC' beiiii Zuruckfalten des ersten Abschnitts uber eine zu iiber- 
bruckende weitere Leiterbahn ist dann fiir eine geeignete 
Zwischenisohcrung zwischen der ersten Leiterbahn und der 
weiteren Leiterbahn zu sorgcn. Vcrzugs weise ist der Lciter- 
bahntrager jedoch tnit einer die Leiterbahnen abdeckenden 

5. "^ Deckisolationsschicht tiberzogen. Dadurch wird gewahrlei- 

stet, daB Kreuzungsslellcn von Leiterbahnen stets kontakt- 
frei ausgebildet werden. Irn Uberlappungsbereich der elek- 
\risch zu verbindendcn ersten und zweiten Leiterbahnen 
weist die Deckisolationsschicht vorzugsweise jeweilige 
*n: Durchkontaklierungsaussparungen auf, durch die die elek- 
trische Kontaktierung der ersten und der zweiten Leiterbahn 
erfolgt. 

Die elektrische Kontaktierung der ersten und der zweiten 
' Leiterbahn kann vorzugsweise durch eine Lot-, SchweiB- 
4^ oder Nietverbindung oder auch durch eine Druckkontaktie- 
rung realisiert sein. 

Nach einer vorteiLhaften Ausgestaltung dcr Erfindung' 
sind eine Mehrzahl von ersten urnklappbaren Abschnitten in 
der Leiterpiattenslruktur realisiert. Dies cnnoglicht es, die 
50 Leiterplattenstruktur durch Zuruckfalten wahlweuse vorgeb- 
barer erstcr Abschnitte flexibcl zu konfigurieren. 

Mit besonderem Vorteil koinmt die erfindungsgeniaBe fle- 
xible l^iterpiatten.struktur auf dern Gcbiet der intcgrierten 
. Motor- oder (jetriebesteuerung zuni Einsatz, d. h. wird zur 
5^ elektrischen Anbindung eines in einern Motor- oder Getric- 
begehausc angeordneten elektronischen vSteuergerates an 
elektrische Baueletnente (Sensoren. Aktoren usw.) verwen- 
de'.. Aufgrund ihrcs einstiickigen Aufbaus ist die erfindungs- 
gcniaBe Leiterplaiienstrtiktur gut fiir die ini Motor- bzw, Ge- 
triebcgehiiuse herrschenden hohen n-icchanischen iind ther- 
niischen Beanspruchungen (es konnen Tciupcraturen von 
-■A{y\] bis 140^C und Vibrauonsbcschlcunigungcn bis etwa 
33 g auftreten) geeignet. Ihre flexible Auslegung ernioglicht 
eine einfache Anpassharkeit an ur.terschiedliclie elektrische 

6. ^ Baueletnente i; nd'ode r S te u e re lek I ro n i k en . 

Fine bcvorzugte Ausfiihrurgsvarian;e der Anorcinung aus 
Sieiier^criir und Leiterplatrenslruktur kcruv/.eichnei sich da- 
clLTch, d:iB der Gehausecieckel des Steueri'crals den unige- 
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klappten erstcn Abschnitt niederdriickt und in seiner Lage 
fixierU Dabei wird die mechanische Fixierun^ des ersten 
Abschnitts ohne jeden Zusatzaufwand allein durch das Ver- 
schlieBen des Steuergeratgehauses erreicht. 

Der Gehausedeckel kann auch zur Ausbildung einer elek- 5 
trischen Druckkontaktierung zwischen der ersten und der 
zweiten Leiterbahn genutzt werden, indem er den ersten Ab- 
scfimtt der Leiterplattenstruktur im Uberlappungsbereich 
beaufschlagt. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausfiih- lo 
rungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung be- 
schrieben; in dieser zeigt: 

Fig. I eine schematische Darstellung einer flexiblen Lei- 
terplattenstruktur mit noch nicht umgeklapptcm erstcn Ab- 
schnitt in Draufsicht; 15 

Fig. 2a eine vergroBerte Darstellung eines Bildausschnilts 
X der Fig. 1; 

Fig. 2b den Bildausschnitt X bei urngeklapplern erstcn 
Abschnitt; 

Fig. 3 eine schematische LangsschniLtdarstellung der Lei- 20 
terplattenstruktur im Bereich dcs ersten Abschnitts; und 

Fig. 4 eine schematische Querschnittansicht eines Gctrie- 
besteuergeriites init der in den vorhergchenden Figurcn gc- 
zeiglcn Leiterplattenstruktur. 

Die Fig. 1 zeigt eine crfindungsgemaBe flexible Leiter- 25 
plattenstruktur 1 in Draufsicht. Die Leiterplattenstruktur 1 
ist in eincm Zentralbercich 2 ausgeschniUen und wcist in ih- 
rcm Unifangsbereich randseitig iiberstehende Fortsatze 3 
auf. Die Fortsatze 3 sind zu nicht dargestellten elektrischen 
Bauelernenten (Aktorcn, Sensoren) und/oder Steckverbin- ^0 
dungcn (im Fall des in Fig. 4 dargestellten Getriebesteucrge- 
rates u. a. zu cinem Gctriebegehausestecker) gcfuhrt. Der 
ausgeschnittcne Zentralbereich 2 dient zur Aufnahrne einer 
elektrischen Schaltung (siche Fig. 4). 

Die flexible Leiterplattenstruktur 1 tragt Leiterbahncn 4, 35 
die sich von dern ausgeschnittenen Zentralbereich 2 zu den 
freien Lnden der Forlsiitze 3 (oder auch von einerii Fortsatz 
3 zu einetri anderen Fortsatz 3) erstrecken. In Fig. 1 sind nur 
ein Teil der Leiterbalincn 4 dargestelii. 

Der in Fig. I durch eine slrichpunktierte Linie unirandcle 
Bildausschnitt X ist in Fig. 2a in vergroBerter Darstellung 
gezeigt. Eine erste Leiterbahn 4.1 urnfaBi einen gcradlinig 
verlaufenden Feiterbahnstainin 4.L2 und cinen ini rechlen 
Winkel von dem Lciterbahnstamni 4.1.2 wegfuhrenden Lei- 
lerbahnarm 4.1.1. Auf der detn Leiterbahnann 4.1.1 gegcn- -45 
iiberliegenden Seite des L^iterbahnstamms 4.1.2 erstreckt 
sich eine weiterc Leiterbahn 4,2, die parallel zu dem Leiter- 
bahnsiamrn 4.1.2 verlauft. Fine zweite Leiterbahn 4.3 isl 
ebenfalls auf der von dern Leiterbahnarni 4.1.1 abge wand- 
ten Seite des Leiterbahnstanuns 4.1.2 angeordnet und liegt 50 
von diescrn aus geschen hintcr der weiteren Leiterbahn 4.2. 

Der Leiterbahnarni 4.1.1 verlauft zurnindest teilweise auf 
einem zungenartigen ersten Abschnitt 5 der flcxiblen Leiter- 
plattenstruktur 1. Der erste Abschnitt 5 ist an drei Seiten von 
einer gepunktet einge/.eichneien Stanz- oder SchnittJinie 6 55 
und an seiner detn Leilerbahnstanim 4.1.2 zugewandten 
vierten Seite durch eine geslrichelt eingczeichnete Klappli- 
nie 7 begrenzt. 

Die Klapplinie 7 kann konstrukiiv als eine Perforation 
oder als eine in der Leiterplattenstruktur 1 ausgebildete Ma- 60 
terialverdiinnung mit erhohter Flexibilital realisiert sein. 

Zur Herstcllung der elektrischen Verbindung zwischen 
der ersten Leiterbalin 4.1 und der zweiten Lciterbalin 4.3 
wird der erste Abschnitt 5 aus der LeiterplaUenebene her- 
ausbcwegt und durch Verschwcnken urn etwa 180^ um die 65 
Klapplinie 7 auf einen zweiien Abscnnilt 5' der Leiterplai- 
tensU'uktur 1 zuriickgcklappi Flu* 2b zeigt den Bildaus- 
schnitt X bei zuriickgeklappicni crsien Abschnitt 5. Es wird 
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deutlich, daB das freie Ende des Leiterbahn arms 4.1,1 und 
das freie Ende der zweiten Leiterbahn 43 einen Uberlap- 
pungsbereich 8 ausbilden. 

In dem Uberlappungsbereich 8 ist eine elektrische Kon- 
taktstelle realisiert. Die Kontaktstelle kann durch Laserlo- 
ten, Laserschweifien, Kontaktkleben, Nieten oder auch 
durch eine eiafache Dnickkontakderung realisiert sein. 

Fig, 3 zeigt in Schnittdarsteliung den strukturellen Auf- 
•bau des umklappbaren ersten Abschnitts 5 der flexiblcn Lei- 
terplattenstruktur 1 im Bereich der Kontaktstelle. Der erste 
Leiterplattenabschnitt 1 weisi (dem Aufbau der Leiterplat- 
tenstruktur 1 entsprechend) einen flexiblen Leiterbahntrager 
10 und eine Deckisoladonsschicht 11 auf, die beispielsweisc 
jeweils aus einer Polyimidfolic und/oder einer Polyester fo- 
lia bestehen konnen. Zwischen dem I-^iterbahntrager 10 und 
der Deckisoladonsschicht 11 ist der erste Leiterbahnarni 
4,L1 in einer Kleberschicht 12 eingebettet. Ein Kontakibe- 
reich 15 ist frei von der Deckisolationsschicht 11, und ein 
Kontaktpad 13 isl dort durch die Kleberschicht 12 gefiihrt. 
Auf der Oberflachc des Kontaktpads 13 kann eine Lot- 
schicht oder ein elektrisch leitfahiger Kontaktklebcr 14 auf- 
gebcacht sein. Bei einer Variante der in Fig, 3 gezeigt en 
Ausfiihrungsform sind im Kontaktbercich 15 des ersten 5 
und des zweiten 5' Abschnitts Durchkontakderungsausspa- 
rungen vorgesehen, d. h, es entfallcn dort das Kontaktpad 13 
und die Lot- oder Kleberschicht 14. Auf der ruckwariigen 
Seite des umklappbaren ersten Abschnitts 5 sind eb en sole he 
Freibereiche ohne Leiterbahntrager 10 und Kleberschicht 12 
vorhandcn. Aufgrund der geringen Dicke der (in Fig. 3 
ubertrieben dargestellten) Schichten 10, 11, 12 konnen die 
erste* 4.1, 4,1,1 und zweite 4.3 Leiterbahn innerhalb der 
Durchkontaktierungsaussparungen direkt miteinander in 
Kontakt gebracht und beispielsweisc durch LaserschwciBen 
miteinander verbundcn werden. Der Lasers tra hi wird dabei 
von oben durch den riickwartigen Preibcreich in dem Leiter- 
bahntrager 10 und der Kleberschicht 12 auf die erste Leiter- 
bahn 4.1, 4.1.1 appliziert. 

Insbesonderc wenn keine weitere Leilerbalm 4.2 kontakt- 
frei zu uberbrucken ist, kann die gesamte Leiterplattenstruk- 
tur 1 oder zurnindest der erste Abschnitt 5 ohne Deckisolati- 
onsschicht 11 ausgcfiihrt sein. In diesem Fall ist eine bcson- 
dere Ausbildung des Kontaktbereichs 15 nicht erforderlich. 

Der erste Abschnitt 5 kann in nicht dargestellter Weise 
auch als randseitig frei stehen der, auf die Leitcrplattensrruk- 
tur 1 zuriickklappbarer Fortsatz 3 realisiert sein. Ferncr kann 
die erste Leiterbahn 4.1 auch ohne VerzAveigungsstelle, d. h. 
beispielsweisc gcradlinig ausgebildet sein. Durch eine in ge- 
eigneter Weisc schrag zur ersten Leiterbahn 4.1 orientiertc 
Klapplinie 7 kann dann gewahrlcisiet werden, daf^ die erste 
Leiterbahn 4.1 nicht auf sich selbst sondem auf die zu kon- 
tfiktierende zweite Leiterbahn 4.3 zuriickgeklappi wird. 

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch ein (jetriebesteuergeral 
20, das zurri Verbau in einem Gctricbegchause (nicht darge- 
stcllt) vorgesehen ist. Die flexible Leiterplattenstruktur I isl 
auf einer Bodenpiatte 21 des (jetriebesteucrgcrats 20 aufla- 
miniert. Die Bodenpiatte 21 weist eine zentralc Frhcbung 
21a aul', welclie den ausgeschnittenen Zentralbercich 2 der 
Leiterplattenstruktur 1 durchseizt. Auf der Frhebung 21a ist 
ein Schaltungstiiigcr 23 aus eincm Kerarniksubstrat hxiert. 
Der Schaltungstrager23 tragt die Sleuerelektronik und steht 
randseitig liber die Erhcbung 21a iiben Fr ist dort mit einem 
clektrisciien Kontaktklebcr 24 an die Ixitcrbahncn 4 der fle- 
xiblen Leiterplartenstmktur 1 ankontaktiert. 

Die flexible Leiterplattenstruktur 1 isl zwischen der Bo- 
denpiatte 21 und einem (jehauscdeckel 22 des (iciriehesteu- 
crgerates 20 nacli auBen gefuhrt. Im Bereich dor DurchfCih- 
rung hcfindet sich eine oplionale, utnlaufenLle ()l-best;irdigc 
Dichtii'iii 25. 
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Die Kontaktstelle 15 zwischen erstcn 4.1 und zweiten 4.3 
Leiterbahncn kann in einem Klemrnbercich zwischen der 
BodenplaUe2t und einer gegenuberliegenden Stimflache26 
des Gehausedeckels 22 ausgebildet sein. Nach erfolgtem 
Unoklappen des ersten Abschnitts 5 kann die elektrische 5 
Kontaktierung allein durch Aufsetzen und Fixieren des Ge- 
hausedeckels 22 und der dadurch bewirkten Druckbeauf- 
schlagung im tJberlappungsbereich 8 erreicht werden. 

In nicht dargestellter Weise kann die Kontaktstelle 15 
auch aufierhalb des Umfangs des Getriebesteuergerates 20 10 
liegen, wobei der Gehausedeckel 22 ledigUch auf einen 
nicht die Kontaktstelle 15 umfassenden Teilbereich des um- 
geklappten Abschnitts 5 driickt und diesen lagemaBig fi- 
xiert. In diesem Fall bleibt der Uberlappungsbereich 8 der 
ersten 4.1 und der zweiten 4.3 Leiterbahn bei verschlossc- 15 
nein Gehause frei zuganglich. Die spatere elektrische Kon- 
taktierung der Leiterbahnen 4,1 und 43 kann nach dern Ver- 
schlieBcn des Gehauses im glcichen Arbeitsschritt wie die 
Kontaktierung der elektrischen Bauelemcnte crfolgcn. 

Die Dicke der Leiterplattenstruktur 1 und des Abschnitts 20 
5 ist in Fig. 4 zu Darstellungszwecken iibertrieben darge- 
stellt. In der Praxis ist die gestufte Ausbildung der bodcn- 
plattenscitigcn Stirnflache 26 des Gehausedeckels 22 nicht 
erfordcrlich. 

25 

Pal eritanspriiche 

1. Flexible Leiterplattenstruktur, die einen flexiblen 
Leiterbahntrager (10), mehrere auf dem Lciterbahntra- 
gcr (10) verlauFcnde Leiterbahnen (4) und einen erstcn .^o 
Abschnilt (5) des Leiterbahntragers (10) aufweist, vvel- 
cher zuniindest cine erste Txiterbahn (4,1; 4.1.1) Iriigt 
und durch Umbiegen auf einen eine zweite Leiterbahn 
(4.3) tragenden zweiten Abschnitt (5') des Leiterbahn- 
tragers (10) urngcklappt werden kann, dadurch ge- i> 
kennzcjchnet, daR bei auf den zweiten Abschnitt (5 ) 
unigekiapptem ersten Abschnitt (5) die erste (4.1, 
4.1,1) und die zweite (4,3) loiiterbahn einen tJberlap- 
pungsbereich (8) ausbilden, welcher zur elektrischen 
Kontaktierung der bciden Leiterbahnen (4.1, 4.1.1; 4.3) -lo 
vorgcsehen ist. 

2. Flexible Leitciplattenstruklur nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dal3 der erste Abschnitt (5) als 
cine inncrhalb der flexiblen Leiterplattenstruktur (1) 
hegende zungenartige Frcistanzung (6) derselben aus- 4.^ 
gebildet ist. 

3. Flexible Leiterplattenstruktur nach eineni der An- 
spruclie 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, duB der er- 
ste Abschnitt (5) in Form eines randseitig uberstehen- 
dcn Fortsatzes (3) der flexiblen Leiterplattenstruktur *io 
(1 ■ ausgebildet ist. 

4. Flexible Leiterplattenstruktur nach einem der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
der ersie Abschnitt (5) im umgeklappten Zu stand min- 
dcstens eine weitere Leiterbahn (4.2) des Leiterbahn- .S5 
trtigers (10) l<ontaktfrei iibergreift. 

5. Flexible Leiterplattenstruktur nach einem der vor- 
hcrgehenden AnsprCiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die flexible Leiterplattenstruktur (1) einlagig aufgchaut 
ist. 60 

6. Flexible Leiterplattenstruktur nach einem dcr vor- 
hergehenden AnsprCiche, dadurch gekenn/eichnel, daf.l 
tier Lciterplattentragcr (10) mit eincr die Leiterbahnen 
(4: 4.1, 4.2. 4.3) abdeckenden Deckisolationsschicht 
(11) ijberzogen ist, welche ini Uberlappungsbereich (S) fi-'i 
dcr crs;en (4.1; 4.1.1) und zweiten (4.3) Leiterbahn jc- 
v/cils Durchkontaktienmgsaussparungen aul wcis!. 

7 Flexible Leilerphittcnstrukrnr nach ouicr-.i r!cr v\)r- 
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hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die elektrische Kontaktierung der ersten (4.1; 4.1.1) 
und der zweiten (43) Leiterbahn durch eine Lot-, 
SchweiB- oder Nietverbindiing oder durch eine Druck- 
kontaktierung realisierl ist. 

8.. Flexible Leiterplattenstruktur nach einem der vor- 
hergehenden Anspniche, dadurch gekennzeichnet, 

- daB in der Leiterplattenstruktur (1) eine Mehr- 
zahl yon ersten Abschnitten (5) mit jeweils ersten 
Leiterbahnen (4.1; 4.1.1) ausgebildet ist, und 

- dal3 in Abhangigkeit von einer vorgesehenen 
auBeren Beschaltung der flexiblen Leiterplatten- 
struktur (1) die ersten Abschnitte (5) wahlweise 
, umgeklappt oder auch nicht umgeklappt sind; 

9. Anordnung aus einem elektrischen Steuergerat und 
einer flexiblen Leiterplattenstruktur nach einem der 
vorhcrgehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 

- daB das Steuergerat (20) ein aus einer Boden- 
platte (21) und einem Gehausedeckel (22) aufge- 
b antes Gehause umfaBt, in dem eine elektrische 
Schaltung (23) enthalten ist, 

- daB die elektrische Schaltung (23) rnit einer 
Mehrzahl von Leiterbahnen (4), darunter zumin- 
dest die erste (4.1) und die zweiie (4.3) Leiterbal^n 
der flexiblen Leiterplattenstruktur (1) in elektri- 
scher Verbindung-steht, und 

- daB die flexible Leiterplattenstruktur (1) zwi- 
schen Bodcnplatte (21) und Gehausedeckel (22) 
7,ur Kontaktierung von auBcrhalb des Gehauses 
angeordneten elektrischen Bauelcmenten aus dem 
(jehausc herausgeftihrt ist. 

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die lagernaRige Fixierung des 
auf den zweiten Abschnitt (5') umgeklappten er- 
sten Abschnitts (5) durch eine Druckausubung des 
(.Tchausedeckels (22) auf den ersten Abschnitt (5) 
hcrbeigcfuhrt wird. 

11. Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die elektrische Kon- 
taktierung der ersten (4.1; 4.1.1) mit der zweiten 
(4.3) Leiterbahn durch eine Druckausubung des 
Gehausedeckels (22) auf den IJberlappungsbe- 
rcich (8) des ersten Abschnitts (5) herbeigefiihrt 
wird. 
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